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SP-525  
矽 利 康 軟 性 透 明 灌 注 膠  

用 途 
適用於電氣及電子零組件固定、絕緣、密封、保護等應用。  

特 點 

 SP-525 為水狀透明灌注膠，混合容易，流動性佳，操作方便，可採用常溫硬化或
是加溫硬化。  

 硬化後可在 -65°C ~ +200°C 溫度範圍長期保持彈性。  

 柔軟性好，對於機械性振動可提供一定緩衝性，具有優良的電氣絕緣特性和化學
穩定性。  

 對於一般金屬以及非金屬材料等無腐蝕性，並具有良好的柔韌性。  

物 性 

   A 劑 B 劑 
顏 色 ：  透明 透明 
黏 度 ： @25°C 1,000-1,400 cps 1,000-1,400cps 
混 合 比 ： 重量比      1 ： 1 
表 面 硬 化 時 間 ： @25°C 4 ~ 6 小時 
絕 緣 常 數 ： 1MHz 3.0 
消 散 因 數 ： 1MHz 0.0021 
絕 緣 強 度 ：  18 kV/mm 
體 積 電 阻 ：  1 x 1014 ohm-cm 
保 存 期 限 ： @25°C、未開封 6 個月 

注 意 事 項 
1.  使用前，請先將混合用器具、欲灌注基板或模組表面清潔乾淨。以免混入雜質或

污染，影響透明度或造成灌注成品外觀不佳。   

2.  如果灌膠成品內部包裹氣泡，建議降低灌膠深度，分次灌膠。或是在灌膠前後對
於樹脂或灌注模組進行真空脫泡，以獲得最佳外觀。  

3.  部分含有硫、磷、氮元素的有機化合物，可能會抑制或干擾硫化反應，而造成不
易硬化。對於有使用脫模劑、含硫材料、或基板上有助焊劑殘留物、有機金屬化
合物等，請先少量適用確定是否有影響，或是灌膠前加強清潔的工作。  

4.  開封後請儘速用完，或是密封避免受潮，使用時亦避免接觸到水或其他化學物
質。  


